
某些微量元素在电争器件电镀工艺中的应用
张同垣

.

(一 )徽量锑在电镀硬金 (或硬银 )二 艺中的

应用

接插件和开关管的电镀硬金工艺可适用于有氰

电解液或无氰电解液
。

锑的加人方式是采用添加酒
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电镀过程中加以适当补充
。

典型的有氰电解液配方及操作条件如下
:
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典型的无氰电解液配方及操作条件如下 (碱性

电解液)
。
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。
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酒右酸锑钾的主要作用是提高镀层硬度和耐磨

能力 (镀层中可含有 o
,
5一。 8 % 的锑 )

,

其次能改

善镀层的光泽和致密度
。

酒石酸锑钾在镀液中含量不能过高
,

否则会使

镀层发白或发脆
,

还会影响外弓!线的可焊性
。

接播件和塑封引线架的电镀硬银工艺配方及操

作条件如下 (碱性电解液 )
。

滚镀或挂镀
。
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(二 ) 微量镐在电镀银镐或光亮镍工艺中的应

用

①电镀银镐工艺配方及操作条件如下 ;

氰化银 (A g C N )( A R ) 2 6一 3 0 9 l/

氰化镐 〔C己 (C N ) 。 〕 ( C P ) ” 一儿 g /工

游离氰化钾 (K C N ) (C P ) 扑一朽 g / l

氢氧化钾 (K O H )( C P ) 日 ~ 1G g /1

温 度 (
。

C ) 1 5一 25

pH值 7
.

5~ 8
.

5

电流密度 ` A /dm
Z ) 0

.

2~ o
,

5

阳极 不锈钢

阳极面积
:
阴极面积 2 : 1

该镀层为银白色 (镐在镀层中含量约 为 2
.

: 一

。
.

。% )
。

镀层理化性能稳定
,

在潮湿气氛中抗 氧

能力强
,

抗海水侵蚀能力强
。

在硫化氢大气中不易

变黄
。

该镀层不但耐磨和导 电性好而且抗高温氧化

性能强
,
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,
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②电镀亮镍工艺配方及操作条件如下
:
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。
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其典型配 方 及操作
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:
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,
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。
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具休数据对比如下
:
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。
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(三 )微量钻在电镀半光亮镍工艺 中的应用

民用晶体管的镍镀层中添加微量钻的电镀工艺
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(四 )微量锢在酸性光亮镀锡工艺中的应用

。

电镀光亮锡锢工艺配方及操作条件如下
:
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好
。

外观光洁细致均匀似亮银
。

该亮锡与镍层基底

或金属基底结合力强
,

直角弯曲试验 12 次以上锡层

未脱落
。

潮湿试验 2 4。小时不 变 色
。

1 5 5
O

C下工00

小时不变色
、

不起泡
。

1 7 5
“

C J S小时一72 小 时 后

光泽稍差但可焊性仍良好
、

高低温循环 一 “
。

C一

十 1 2扩 C 12 个周期外观色泽未变
,

无灰锡现 象
。

超功率电老化功率 1
.

2一 “倍P C M
,

时间12 小时
,

镀层未变色可焊性良好
。

长期贮存在电镀 腐 蚀 间

暴露存放一年未发现变色及生锈现象
。

总之电镀锡锢层的主要作用是提高了可焊性和

贮存期限
。

镀层为抢一议 。时引线可焊性可达部 创

优水平
。

五
,

微量饰在酸性光亮镀锡中的应用

电镀锡柿工艺配方及操作条件如下 ,

硫酸亚锡 ( S n 8 O
、 ) 树~ 70 9 I/

硫 酸 ( H
:
8 0 价 封。一 1创 g 门
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超H
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添加剂 ( 8 3一 82 0) 1 5一 20 ( m 1/ 1)

温度 a( C ) 室温
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电镀时间 (分钟 ) 10 一 20

阳极面积
:

阴极面积 2 , 1

阴极移动速度 (米 /分 ) 1
.

3

阳极 锡板

柿在镀层中的含量约为 3 %
。
该镀层具有优越

的可焊性能和耐热性
、

抚氧化性能
、

抗腐蚀性能
、

和好的低温性能
、

机械性能
。

其可焊性 3 秒时的润湿力常态下测试
, 几

为最高

理论值的 .16
2倍

·

高温老化 16 小时后侧试
,

达理论

值 1
.

3 3倍
。

蒸汽老化 4 小时后测试
·

达理 论 值 的

1
.

2 5倍
。

是迄今国内可焊性最佳数值
。

该工艺所用电镀液稳定性好
,

长期贮存不产生

沉淀
。 一

镀液维护和管理比较容易
。

适用于柯伐基材

的电镀
。

也适用子钢和铜合金基材的电镀
。

应用范

围广
。

微量元素掺人的电镀不完全雷同于合金电镀
,

很可能是均匀的原子状态散布在镀层中
,

也可能形

成微量合金晶粒分散在镀层中
。

这种电化掺杂反应

的机理值得进一步探讨
。

由前述联想微量元素掺人的电镀的应用天地广

阔
。

如有色金属钨
、

铁
、

钒
、

锑
、

镐
、

过渡金属铁

钻
、

镍
、

钉
、

锗
、

把
、

饿
、

铱
、

铂
、

稀有金属稼
、

锗
、

锢
、

稀土金属斓
、

忆
、

饰
、

牡
、

阿等都应进一

步研究应用到电镀工艺中去
,

以期望得到具有高度

防护能力和某些特殊优越性能的新镀层
。
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第二十次 电镀基拙知 识智 力测验
请迅速回答下列问题 (填空 )

曝黔}摧鱼愁么
。

〔的 化学沉铜液的 p H值
,

会随沉铜时间的延长而相应 -

一凡
. _ ,

〔了〕 化学镀镍比化学沉铜速度
_

,

溶液稳定性

_
杭蚀能力

- -

一
。

〔8〕 化学镀镍层比化学沉铜层应力

_
,

韧性

_
。

〔幻 化学镀镍层的残余应力
,

与其含` 启`
。

量有关
。 _

〔 1 0〕 当含

_
量为 8 %时

,

化学镀镍层的内应力为零
。
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